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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部接続電極を有する実装型電子部品と、前記実装型電子部品が前記外部接続電極によ
り実装された磁性体材料からなるベース基板と、を備える実装型電子回路モジュールであ
って、
　前記実装型電子部品として、
当該モジュールを他の回路基板へ実装するためのモジュール接続用電極が外面に形成され
た第１の実装型電子部品と、
　前記第１の実装型電子部品よりも高さが低く、前記ベース基板における前記第１の実装
型電子部品の実装面に実装されるＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣであって、前記ベース基板
の内部を介さずに前記モジュール接続用電極に接続される外部接続電極を有する第２の実
装型電子部品と、
を備える、実装型電子回路モジュール。
【請求項２】
　前記第１の実装型電子部品と前記第２の実装型電子部品とは、前記外部接続電極として
信号入出力用電極とグランド接続用電極とをそれぞれ備え、
　前記第１の実装型電子部品の前記信号入出力用電極と前記グランド接続用電極とは前記
モジュール接続用電極であり、
　前記第２の実装型電子部品の前記グランド接続用電極を、前記ベース基板の内部を介さ
ずに前記第１の実装型電子部品の前記グランド接続用電極に接続した、請求項１に記載の
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実装型電子回路モジュール。
【請求項３】
　前記第２の実装型電子部品は、前記外部接続電極として制御用電極を備え、
　前記第１の実装型電子部品は、前記信号入出力用電極および前記グランド接続用電極と
は別体に形成された第３のモジュール接続用電極を備え、
　前記第２の実装型電子部品の制御用電極を、前記ベース基板の内部を介さずに前記第３
のモジュール接続用電極に接続した、請求項２に記載の実装型電子回路モジュール。
【請求項４】
　前記第１の実装型電子部品はコンデンサ素子であり、
　前記ベース基板の内部に螺旋に巻回する電極からなるインダクタ素子が形成される、請
求項１～３のいずれかに記載の実装型電子回路モジュール。
【請求項５】
　前記第１の実装型電子部品は複数であり、
　前記第２の実装型電子部品は、前記ベース基板の前記第１の実装型電子部品および前記
第２の実装型電子部品の実装面における一方向に沿って配列された前記複数の第１の実装
型電子部品の間に実装されている、請求項１～４のいずれかに記載の実装型電子回路モジ
ュール。
【請求項６】
　前記ベース基板の実装面には、樹脂膜が形成されており、
　該樹脂膜は、前記第２の実装型電子部品を覆い、且つ前記第１の実装型電子部品の前記
他の回路基板へ実装される部分が露出する形状からなる、請求項１～５のいずれかに記載
の実装型電子回路モジュール。
【請求項７】
　前記第１の実装型電子部品は直方体形状の筐体を有し、
　前記モジュール接続用電極は、前記直方体形状の筐体における実装方向に対向する一対
の面のそれぞれに形成された第１接続電極と第２接続電極とを有し、
　前記第１接続電極が前記ベース基板へ実装されるための電極であり、前記第２接続電極
が前記他の回路基板へ実装されるための電極である、請求項１～６のいずれかに記載の実
装型電子回路モジュール。
【請求項８】
　前記第１の実装型電子部品の前記モジュール接続用電極は、前記第１接続電極と前記第
２接続電極とを前記一対の面に直交する方向に接続する第３接続電極を備える、請求項７
に記載の実装型電子回路モジュール。
【請求項９】
　前記第３接続電極は、前記直方体形状の筐体における前記一対の面に垂直な端面に形成
されている、請求項８に記載の実装型電子回路モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、他の回路基板に実装されることで当該他の回路基板と電気的に接続する、
所定の電気特性を有する実装型電子回路モジュールに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、回路電極等が形成された積層基板に各種の電子部品を実装してなる電子回路モジ
ュールが各種考案されている。例えば、特許文献１に記載の電子回路モジュールでは、積
層基板の表面に複数の電子部品が実装されるとともに、積層基板の裏面側（実装面側）に
キャビティを設けている。そして、当該キャビティ内に電子部品を内装し、該内装された
電子部品に対して電気的な接続を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２９９７７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような電子回路モジュールは、他の回路基板に対して実装されるも
のであり、当該実装のためのモジュール実装用電極を備える。そして、従来の電子回路モ
ジュールでは、表面に実装された電子回路部品や内装された電子回路部品とモジュール実
装用電極とを所定の電気回路パターンで接続する配線が必要となるが、上述のような構成
であると配線電極パターンが複雑になり、製造工程数が増加する等のコストアップに繋が
る問題が発生する。また、配線電極パターンにより電子回路モジュールとしての特性を適
正化し難いという問題も発生する。
【０００５】
　この発明は、複雑な構造を有することなく、適正な特性が得やすい実装型電子回路モジ
ュールを実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、外部接続電極を有する実装型電子部品と、前記実装型電子部品が外部接続
電極により実装された磁性体材料からなるベース基板と、を備える実装型電子回路モジュ
ールに関するものである。この実装型電子回路モジュールは、前記実装型電子部品として
、当該モジュールを他の回路基板へ実装するためのモジュール接続用電極が外面に形成さ
れた第１の実装型電子部品と、前記第１の実装型電子部品よりも高さが低く、前記ベース
基板における前記第１の実装型電子部品の実装面に実装されるＤＣ／ＤＣコンバータ用Ｉ
Ｃであって、前記ベース基板の内部を介さずに前記モジュール接続用電極に接続される外
部接続電極を有する第２の実装型電子部品と、を備える。
【０００７】
　この構成では、実装型電子回路モジュールが、第１の実装型電子部品の外面に形成され
た電極により他の回路基板へ実装される。これにより、別途モジュールのための実装用電
極を形成する必要が無く、当該実装用電極への接続電極パターンも形成する必要がない。
【０００８】
　また、この発明の実装型電子回路モジュールのモジュール接続用電極は外部接続電極で
ある。
【０００９】
　この構成では、第１の実装型電子部品を、モジュールの入力端や出力端に回路的に接続
する電子部品とすることで、当該第１の実装型電子部品の外部接続電極をモジュール接続
用電極として兼用することができる。そして、モジュール接続用電極を個別に第１の実装
型電子部品に形成する必要がなくなり、より簡素な構成とすることができる。
【００１０】
　また、この発明の実装型電子回路モジュールは、第１の実装型電子部品よりも高さの低
い第２の実装型電子部品を備える。該第２の実装型電子部品は、ベース基板における第１
の実装型電子部品の実装面に実装されている。
【００１１】
　この構成では、第２の実装電子部品が第１の実装型電子部品よりも低背であるので、第
１の実装電子部品の実装面に第２の実装電子部品を実装しても、第１実装電子部品により
形成されるベース基板と他の回路基板との間の空間に第２の実装電子部品が収まった状態
で実装することができる。
【００１２】
　また、この発明の実装型電子回路モジュールの第１の実装型電子部品は複数である。そ
して、第２の実装型電子部品は、ベース基板の実装面における一方向に沿った複数の実装
型電子部品の間に実装されている。
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【００１３】
　この構成では、複数の実装型電子部品により挟まれた空間内に第２の実装型電子部品が
実装される。これにより、第２の実装型電子部品に対して安定した実装状態が得られる。
【００１４】
　また、この発明の実装型電子回路モジュールでは、ベース基板の実装面に樹脂膜が形成
されている。この樹脂膜は、第２の実装型電子部品を覆い、且つ第１の実装型電子部品の
他の回路基板へ実装される部分が露出する形状からなる。
【００１５】
　この構成では、ベース基板の実装面に対する第１の実装型電子部品および第２の実装型
電子部品の実装状態が樹脂膜により保護されて、より安定した実装状態を得ることができ
る。
【００１６】
　また、この発明の実装型電子回路モジュールの第１の実装型電子部品は直方体形状の筐
体を有する。モジュール接続用電極は、直方体形状の筐体における実装方向に対向する一
対の面のそれぞれに形成された第１接続電極と第２接続電極とを有する。第１接続電極は
ベース基板へ実装されるための電極であり、第２接続電極は他の回路基板へ実装されるた
めの電極である。
【００１７】
　この構成では、具体的な第１の実装型電子部品の構造を示し、直方体形状からなる第１
の実装型電子部品の実装方向に対向する面にそれぞれ形成された第１接続電極と第２接続
電極とにより、ベース基板と他の回路基板とが接続される。これにより、ベース基板に複
雑な配線パターンを形成することなく、ベース基板と他の回路基板とを接続することがで
きる。
【００１８】
　また、この発明の実装型電子回路モジュールの第１の実装型電子部品は、第１接続電極
と第２接続電極とを一対の面に直交する方向に接続する第３接続電極を備える。
【００１９】
　そして、この発明の実装型電子回路モジュールの第３接続電極は、直方体形状の筐体に
おける一対の面に垂直な端面に形成されている。
【００２０】
　この構成では、さらに具体的な第１の実装型電子部品の構造を示し、第１接続電極と第
２接続電極とが第１の実装型電子部品に形成された第３接続電極で接続される。そして、
第３接続電極が第１の実装型電子部品の端面に形成されることで、対向する面と端面とに
電極が形成され、これらが電気的に接続する構造であればよいので、従来の実装型コンデ
ンサ素子のような実装部品の構造を利用することができ、非常に容易な構造で形成するこ
とができる。
【００２１】
　また、この発明の実装型電子回路モジュールの第１の実装型電子部品はコンデンサ素子
である。ベース基板は、磁性体と、該磁性体の少なくとも一部を螺旋に巻回する電極とか
らなるインダクタ素子を形成する。
【００２２】
　この構成では、具体的な実装型電子回路モジュールとして、ベース基板によってインダ
クタ素子が形成されるとともに、モジュール内にコンデンサを有するものが、容易に形成
できる。
【００２３】
　また、この発明の実装型電子回路モジュールの第２の実装型電子部品はＤＣ／ＤＣコン
バータ用ＩＣである。
【００２４】
　この構成では、具体的な実装型電子回路モジュールとして、ＤＣ／ＤＣコンバータを実
現する例を示している。ここで、例えば、コンデンサ素子である第１の実装型電子部品を
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二つにすれば、図２に示すようなＤＣ／ＤＣコンバータを、簡素な形状で構成することが
できる。そして、このような構成とすれば、ＤＣ／ＤＣコンバータからの出力信号がベー
ス基板内を介することなく、外部へ出力される。また、ＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣを、
ベース基板内の回路を介することなく接地できる。これにより、ＤＣ／ＤＣコンバータか
らの出力信号に含まれるスパイクノイズが大きくならず、リップルが抑圧される。
【００２５】
　また、この発明の実装型電子回路モジュールには、外部からＤＣ／ＤＣコンバータ用Ｉ
Ｃへ制御信号が与えられる回路用電極が、ベース基板の実装面および第１の実装型電子部
品の外壁面に形成されている。
【００２６】
　この構成では、上述のＤＣ／ＤＣコンバータのより具体的な構成の例を示している。
【発明の効果】
【００２７】
　この発明によれば、ベース基板にモジュール専用の実装用電極（モジュール接続用電極
）を個別に形成しなくてもよいので、複雑なパターン形成等を行う必要がない。これによ
り、製造工程が低減されるとともに、配線パターンによる特性への影響を与えにくい構造
が実現しやすいので、簡素な構造で且つ適正な特性が得られる実装型電子回路モジュール
を容易に実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】第１の実施形態のＤＣ／ＤＣコンバータ１のマザー基板１００に実装した状態を
概略的に示す外観斜視図、および、当該ＤＣ／ＤＣコンバータ１の実装状態を白矢印側か
ら見た側面図である。
【図２】図１に示す構造により実現するＤＣ／ＤＣコンバータ１の等価回路図である。
【図３】ＤＣ／ＤＣコンバータ１におけるリップルレベル（Ｖｒｐｌ）の出力電流レベル
（Ｉｏｕｔ）特性を示す図である。
【図４】樹脂膜４０を形成した構成からなるＤＣ／ＤＣコンバータ１’をマザー基板１０
０に実装した状態を示す側面図である。
【図５】他の構成のＤＣ／ＤＣコンバータ１”をマザー基板１００に実装した状態を示す
側面図である。
【図６】第２の実施形態のＤＣ／ＤＣコンバータ１Ａをマザー基板１００に実装した状態
を概略的に示す外観斜視図、およびＤＣ／ＤＣコンバータ１Ａの等価回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明の第１の実施形態に係る実装型電子回路モジュールについて、図を参照して説明
する。なお、本実施形態では、ＤＣ／ＤＣコンバータモジュールを例に説明する。
【００３０】
　図１（Ａ）は、本実施形態のＤＣ／ＤＣコンバータ１をマザー基板１００に実装した状
態を概略的に示す外観斜視図であり、（Ｂ）は図１（Ａ）における白矢印側から見た側面
図である。
【００３１】
　また、図２は、図１に示す構造により実現されるＤＣ／ＤＣコンバータ１の等価回路図
である。
【００３２】
　図１に示すように、ＤＣ／ＤＣコンバータ１は、フェライトからなるベース基板１０、
コンデンサ素子２０Ａ，２０Ｂ、ＤＣ／ＤＣコンバータＩＣ３０を備える。これらにより
、電気回路的には、図２に示すようなＤＣ／ＤＣコンバータ１を実現する。ＤＣ／ＤＣコ
ンバータ１の入力端子ＤＣｉｎにはＤＣ／ＤＣコンバータＩＣ３０の信号入力端子が接続
されている。また、入力端子ＤＣｉｎとグランド端子ＧＮＤとの間には、入力側コンデン
サＣｉｎが接続されている。ＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣ３０のグランド端子は、ＤＣ／
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ＤＣコンバータ１のグランド端子ＧＮＤに接続されており、ＤＣ／ＤＣコンバータ１の信
号出力端子は平滑用インダクタＬの一方端に接続する。平滑用インダクタＬの他方端は、
ＤＣ／ＤＣコンバータ１の出力端子ＤＣｏｕｔに接続し、当該出力端子ＤＣｏｕｔとグラ
ンド端子ＧＮＤとの間には、出力側コンデンサＣｏｕｔが接続されている。
【００３３】
　このような回路構成を実現するため、図１のような構造では、コンデンサ素子２０Ａを
入力型コンデンサＣｉｎとし、コンデンサ素子２０Ｂを出力側コンデンサＣｏｕｔとする
。ここで、コンデンサ素子２０Ａは、直方体の筐体を有し、当該筐体の長手方向の両端に
外部接続電極２１１Ａ，２１２Ａが形成されており、外部接続電極２１１Ａ，２１２Ａは
長手方向の両端面から長手方向に垂直な四面に亘る形状で形成されている。コンデンサ素
子２０Ｂも、直方体の筐体を有し、当該筐体の長手方向の両端に外部接続電極２１１Ｂ，
２１２Ｂが形成されており、外部接続電極２１１Ｂ，２１２Ｂは長手方向の両端面から長
手方向に垂直な四面に亘る形状で形成されている。この際、コンデンサ素子２０Ａ，２０
Ｂは、筐体の長手方向に直交する短手方向の一方の寸法が同じものを利用すればよいが、
外形寸法が全て同じものを利用してもよい。
【００３４】
　また、平滑用インダクタＬは、フェライトからなるベース基板１０と、当該ベース基板
１０の内面に形成された電極パターンやスルーホール電極により、ベース基板１０内部で
少なくとも所定体積で巻回する螺旋形の配線パターンと、により形成される。
【００３５】
　そして、このベース基板１０の一主面（図１におけるマザー基板１００側の面）には、
コンデンサ素子２０Ａを実装するための実装用ランド１１Ａ、コンデンサ素子２０Ｂを実
装するための実装用ランド１１Ｂ、およびＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣ３０を実装するた
めの実装用ランド１２が形成されている。コンデンサ素子２０Ａは、複数の実装用ランド
１１Ａに外部接続電極２１１Ａ，２１２Ａが接続するようにして実装されている。コンデ
ンサ素子２０Ｂは、複数の実装用ランド１１Ｂに外部接続電極２１１Ｂ，２１２Ｂが接続
するように実装されている。この際、これらコンデンサ素子２０Ａ、２０Ｂの実装には、
既知の半田による実装や導電ペーストによる実装を用いている。ＤＣ／ＤＣコンバータ用
ＩＣ３０は、一主面に複数の実装用端子が集中して形成されているフリップチップ型であ
る。ＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣ３０は、コンデンサ素子２０Ａ，２０Ｂの長手方向に直
交する短手方向の長さよりも低背なＩＣであり、実装用ランド１２に対して、フリップチ
ップ実装技術等を用いて実装されている。
【００３６】
　さらに、ベース基板１０におけるコンデンサ素子２０Ａ，２０ＢおよびＤＣ／ＤＣコン
バータ用ＩＣ３０の実装面には、これらの回路素子と平滑用インダクタＬとが、図２に示
す回路構成となるような接続電極パターンが形成されている（図示せず）。なお、ここで
、コンデンサ素子２０Ａ，２０ＢとＤＣ／ＤＣコンバータＩＣ３０とを接続する配線パタ
ーンを、ベース基板１０に設けた非磁性層に形成してもよい。
【００３７】
　このように形成されたＤＣ／ＤＣコンバータ１は、コンデンサ素子２０Ａの外部接続電
極２１１Ａ，２１２Ａおよびコンデンサ素子２０Ｂの外部接続電極２１１Ｂ，２１２Ｂを
、モジュール接続用端子として、マザー基板１００へ実装される。具体的には、マザー基
板１００には、実装用ランド１０１Ａ、１０１Ｂ等が形成されており、例えば、図１に示
すように、コンデンサ素子２０Ａの外部接続電極２１１Ａを実装用ランド１０１Ａに接続
し、コンデンサ素子２０Ｂの外部接続電極２１１Ｂを実装用ランド１０１Ｂに接続するよ
うに、ＤＣ／ＤＣコンバータ１が実装される。これにより、外部接続用電極２１１Ａのベ
ース基板１０側の電極と、外部接続用電極２１１Ａのマザー基板１００側の電極が、コン
デンサ素子２０Ａの筐体の長手方向の端面の電極とこれらとは異なる短手方向の対向する
二面に形成された電極により接続される。また、外部接続用電極２１１Ｂのベース基板１
０側の電極と、外部接続用電極２１１Ｂのマザー基板１００側の電極が、コンデンサ素子
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２０Ｂの筐体の長手方向の端面の電極とこれらとは異なる短手方向の対向する二面に形成
された電極により接続される。
【００３８】
　このような構成とすることで、コンデンサ素子２０Ａ，２０Ｂの外部接続電極２１１Ａ
，２１２Ａ，２１１Ｂ，２１２Ｂが電子回路モジュールであるＤＣ／ＤＣコンバータ１の
モジュール接続用端子として、マザー基板１００に実装される構造となる。これにより、
ＤＣ／ＤＣコンバータ１に対してモジュールとしての専用の実装用電極を形成する必要が
ない。さらに、当該専用の実装用電極に対して、ＤＣ／ＤＣコンバータ１を構成する各回
路素子を接続するための回路電極を形成する必要がない。これにより、従来のような複雑
な回路パターンや回路素子の配置を行うことなく、簡素な構造で、マザー基板１００に実
装されるＤＣ／ＤＣコンバータ１を形成することができる。
【００３９】
　この際、図１、図２に示すように、ＤＣ／ＤＣコンバータ１は、コンデンサ素子２０Ａ
，２０Ｂが元々備える外部接続電極２１１Ａ，２１２Ａ，２１１Ｂ，２１２Ｂが入力端子
ＤＣｉｎ、出力端子ＤＣｏｕｔおよびグランド端子ＧＮＤになる回路パターンであるので
、外部接続電極２１１Ａ，２１２Ａ，２１１Ｂ，２１２Ｂをモジュール接続用端子にその
まま利用することができる。これにより、コンデンサ素子２０Ａ，２０Ｂに対してモジュ
ール接続用の電極を別途形成する必要がない。この結果、さらに簡素な構造でＤＣ／ＤＣ
コンバータ１を形成することができる。
【００４０】
　また、このように、コンデンサ素子２０Ａ，２０Ｂの外部接続電極２１１Ａ，２１２Ａ
，２１１Ｂ，２１２Ｂが入力端子ＤＣｉｎ、出力端子ＤＣｏｕｔおよびグランド端子ＧＮ
Ｄになることで、従来のようにこれらの端子とコンデンサ素子２０Ａ，２０Ｂの外部接続
電極２１１Ａ，２１２Ａ，２１１Ｂ，２１２Ｂを接続する回路電極も形成する必要がなく
なる。これにより、ＤＣ／ＤＣコンバータ１の特性を大幅に改善することができる。
【００４１】
　すなわち、従来の構造であれば、インダクタが形成されたベース基板上にコンデンサ素
子やＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣを実装し、当該実装面と反対面に接続用端子を形成して
、マザー基板へ実装することになる。この場合、実装面側の各回路素子と接続用端子とを
導通するための接続用パターンをベース基板内に形成しなければならない。したがって、
ＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣやコンデンサは、ベース基板内の接続用パターンを介さなけ
ればグランドへ接続できない。これにより、ＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣやコンデンサと
グランドとの間に寄与インダクタンスが発生して、グランドが不安定になってしまう。ま
た、ＤＣ／ＤＣコンバータとしての出力端とマザー基板との間の伝送経路にも、同様の寄
与インダクタンスが発生してしまう。
【００４２】
　ここで、上述のような構成のＤＣ／ＤＣコンバータでは、ＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣ
のスイッチング動作によりスパイクノイズが発生してしまう。そして、上述のように、グ
ランドが不安定であったり、出力経路に寄与インダクタンスが存在すると、スパイクノイ
ズが増幅され、リップルが悪化してしまう。
【００４３】
　一方、本実施形態のような構成を用いれば、上述のベース基板内の接続用パターンを必
要としないので、グランドが安定するとともに、寄与インダクタンスが無くなる。これに
より、スパイクノイズが抑圧され、リップルを向上することができる。特に、この効果は
、ベース基板を磁性体で形成した場合に大きい。
【００４４】
　図３は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１におけるリップルレベル（Ｖｒｐｌ）の出力電流レベ
ル（Ｉｏｕｔ）特性を示す図である。図３に示すように、本実施形態の構成を用いること
で、出力電流レベル（Ｉｏｕｔ）を増加させても、リップルが殆ど発生せず、非常に優れ
た出力特性のＤＣ／ＤＣコンバータを実現することができる。
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【００４５】
　さらに、上述の構成とすることで、ベース基板１０のマザー基板１００側にのみ回路素
子が実装されていることで、ベース基板１０のマザー基板１００と対向する側の面が平坦
になる。これにより、ＤＣ／ＤＣコンバータ１をマザー基板１００に実装する際に、マウ
ンタ装置で、ＤＣ／ＤＣコンバータ１のモジュールを容易に吸着して、マザー基板１００
上へマウントすることができる。これにより、例えばベース基板１０のマザー基板１００
と対向する面に回路素子が実装されている従来の一般的な構造よりも製造効率を上げるこ
とができるとともに、マウントできない等のマウント不良を抑圧することができる。
【００４６】
　さらに、上述の構成とすることで、ＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣ３０が、コンデンサ素
子２０Ａ，２０Ｂにより挟まれ、且つベース基板１０とマザー基板１００との間に挟まれ
た空間内に配置される。この際、ＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣ３０は、ベース基板１０と
マザー基板１００との間に配置されるが、ＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣ３０がコンデンサ
素子２０Ａ，２０Ｂの高さよりも低背であるので、ＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣ３０は、
マザー基板１００に接触しない。これにより、ＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣ３０は外的影
響を受けにくく、安定した実装状態を容易に維持する構造を実現できる。
【００４７】
　なお、上述の構成に加えて、ベース基板１０の実装面に樹脂膜４０を形成しても良い。
図４は、樹脂膜４０を形成した構成からなるＤＣ／ＤＣコンバータ１’をマザー基板１０
０に実装した状態を示す側面図である。図４に示すように、樹脂膜４０は、ＤＣ／ＤＣコ
ンバータ用ＩＣ３０を覆うとともに、コンデンサ素子２０Ａ，２０Ｂの外部接続電極２１
１Ａ，２１２Ａ，２１１Ｂ，２１２Ｂにおけるマザー基板１００側の面を少なくとも覆わ
ないような厚みに形成する。このような構成とすることで、ＤＣ／ＤＣコンバータ１をマ
ザー基板１００に実装しながら、ベース基板１０の実装面に実装された各回路素子の実装
状態をより安定化することができる。
【００４８】
　また、上述の構成では、コンデンサ素子２０Ａ，２０Ｂの長手方向に直交する二つの短
手方向の内、より短い側の短手方向で対向する面同士の外部接続電極２１１Ａ，２１２Ａ
，２１１Ｂ，２１２Ｂでベース基板１０およびマザー基板１００へ接続する例を示した。
しかしながら、図５に示すように短手方向の内、より長い側の短手方向で対向する面同士
の外部接続電極でベース基板１０およびマザー基板１００へ接続してもよい。図５は、本
実施形態の他の構成のＤＣ／ＤＣコンバータ１”をマザー基板１００に実装した状態を示
す側面図である。この構造とすることで、ＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣ３０の高さ制限を
緩和することができる。
【００４９】
　次に、第２の実施形態に係る実装型電子回路モジュールについて、図を参照して説明す
る。なお、本実施形態でも、ＤＣ／ＤＣコンバータモジュールを例に説明する。
【００５０】
　図６（Ａ）は本実施形態のＤＣ／ＤＣコンバータ１Ａをマザー基板１００に実装した状
態を概略的に示す外観斜視図であり、図６（Ｂ）は図６（Ａ）に示すＤＣ／ＤＣコンバー
タ１Ａの等価回路図である。
【００５１】
　本実施形態のＤＣ／ＤＣコンバータ１Ａは、第１の実施形態のＤＣ／ＤＣコンバータ１
に対して、ＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣ３０への制御信号を入力する制御信号入力端子Ｃ
ｏｎｔが備えられたものである。
【００５２】
　当該制御信号入力端子Ｃｏｎｔからの制御信号をＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣ３０へ与
えるための回路電極は、ベース基板１０の実装面に形成されるとともに、コンデンサ素子
２０Ａの筐体の外壁面に形成されている。このコンデンサ素子２０Ａの筐体の外壁面に形
成される回路電極は、当該コンデンサ素子２０Ａの内部回路および外部接続電極２１１Ａ
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，２１２Ａに接続しないように形成された接続用電極２１３Ａであり、コンデンサ素子２
０Ａの長手方向に沿った四側面を周回する形状で形成されている。そして、このように周
回する形状で形成された接続用電極２１３Ａの実装方向に対向する一対の面を利用して、
ベース基板１０とマザー基板１００のそれぞれに接続する。このように、コンデンサ素子
２０Ａ，２０Ｂの外部接続電極２１１Ａ，２１２Ａ，２１１Ｂ，２１２Ｂとは異なる電極
を形成して利用すれば、コンデンサ素子２０Ａ，２０Ｂを用いて、当該コンデンサ素子２
０Ａ，２０Ｂに接続させる必要のないＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣ３０の端子と外部の回
路とを直接接続する回路も、容易に形成することができる。
【００５３】
　また、このような構成とすれば、上述のＤＣ／ＤＣコンバータの出力端のリップルの抑
圧効果と同様に、ＤＣ／ＤＣコンバータ用ＩＣへの制御信号の入力経路に対する寄与イン
ダクタンスも無くすことができる。これにより、安定した制御信号をＤＣ／ＤＣコンバー
タ用ＩＣへ与えることができ、さらにリップルを抑圧することができる。
【００５４】
　なお、上述の説明では、ベース基板１０が磁性体からなるＤＣ／ＤＣコンバータを例に
説明したが、ベース基板１０が誘電体を積層した積層基板であり、当該積層基板に実装用
電子部品を実装してなる電子回路モジュールであっても、上述の構成を適用することがで
きる。
【００５５】
　また、上述の説明では、二つのコンデンサ素子２０Ａ，２０Ｂでベース基板１０とマザ
ー基板１００とを接続する例を示したが、少なくとも一つの回路素子において上述の構成
を用いれば、実装すべきモジュールと実装される他の回路基板とを電気的に接続する構造
を実現することができる。
【符号の説明】
【００５６】
１，１’，１”，１Ａ－ＤＣ／ＤＣコンバータ、１０－ベース基板、１１Ａ，１１Ｂ，１
２，１０１Ａ，１０１Ｂ－実装用ランド、２０Ａ，２０Ｂ－コンデンサ素子、３０－ＤＣ
／ＤＣコンバータ用ＩＣ、４０－樹脂膜、２１１Ａ，２１２Ａ，２１１Ｂ，２１２Ｂ－外
部接続電極、１００－マザー基板
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